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‘(54)- Verfahren und Vorficﬁtung zum Bearbeiten von HL-Scheiben" :

(57) Ziel und Aufgabe der Erfindung bestehen darin, mit einfachen technischen Mitteln durch ein elastisches Dehnen .
der Kunststoffklebefolie die darauf haftende HL-Scheibe in eine fiir deren Bearbeitung giinstige definierte Lage zu
fixieren, um die Bearbeitungs-, Transport- und Handhabeprozesse optimal gestalten zu kénnen. GemaR der Erfindung
wird dies dadurch gelost, da der zur Stabilisierung der Kunststoffolie und zur Positionierung der HL-Scheibe in der
TSA notwendige Folienrahmen durch eine symmetrisch angreifende Kraft in vertikaler Richtung flachenparailel nach
unten gedriickt wird. Der Betrag des flachenparallelen Verschiebens muR mindestens der Folienrahmendicke
entsprechen. o o '
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Erfindungsanspruch:

"1. Verfahren zum Bearbeiten von Halbleiterscheiben, insbesondere zum Trennen in Halbleiterchips, bei dem die
Halbleiterscheibe derartauf eine Oberseite einer Folie aufgeklebt wird, dal die Chips nach dem Trennen im Scheibenverband
auf der Folie haften, gekennzeichnet dadurch, da® der Durchmesser der Folie gr6Ber gewahlt wird, als die Halbleiterscheibe,
daR die Folie vor oder nach dem Aufbringen der Halbleiterscheibe flachig gespannt wird und nach dem Aufbringen der
Halbleiterscheibe die Oberseite der Folie im Bereich der Haftung der Halbleiterscheibe und die Oberseite der auBerhalb der
Halbleiterscheibe liegenden Folie relativ zueinander derart bewegt werden, daR die Oberseite der Folie mindestens um den
Betrag der Dicke der Halbleiterscheibe liber der Halbleiterscheibe liegenden Folie liegt und daf nach der Bearbeitung der
Halbleiterscheibe eine Reversion der Relativbewegung vorgenommen wird.

2. Verfahren gemaf Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daR die Folie in einem Folienrahmen gespannt wird und daR der
Folienrahmen wihrend der Bearbeitung der Halbleiterscheibe um den Betrag der Dicke der Halbleiterscheibe abgesenkt
wird. :

3.  Vorrichtung zum Bearbelten von Halbleiterscheiben, insbesondere zum Trennen in Halbleiterchips mit Emnchtungen zum
Spannen mittels Vakuum, gekennzeichnet dadurch, daR ein runder Vakuumspanntisch (4) zur Aufnahme der auf der Folie
klebenden Halbleiterscheibe (1) gestellfest angeordnet ist, daR in einem Abstand zum Vakuumspanntisch (4) mindestens eine
obere Spannleiste (5) zur Aufnahme des Folienrahmens (3) angeordnet ist, die zum Folienrahmen (3) senkrecht bewegbar ist
und in den zwei Endpunkten der Bewegung fixierbar ist.

4. Vorrichtung geméaf Punkt 3, gekennzeichnet dadurch, da@ die Spannleiste (5) in 1ihrer unter Federbelastung gehaltenen

* Ruhestellung unter sich bis zu einer darunter angeordneten Vakuumspannieiste (6) einen Hohlraum aufweist, der Giber einen
Kunststoffbalg (7} hermetisch abgeschlossen und mit Vakuumleitungen verbunden ist.

5. Vorrichtung gemaR Punkt 4, gekennzeichnet dadurch, daR der Folienrahmen (3) scheibenférmig ausgebildet ist und einen

. runden Durchbruch aufweist, dessen Durchmesser gréfier ist, als der Durchmesser der Halbleiterscheibe (1) und daf Giber
den Durchbruch eine einseitig kIebende Folie (2) gespannt ist.

Hierzu'1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung wird Bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen angewandf, um speziell beim Trennen der HL-Scheibe in’
Chips die HL-Scheibe in einer zum Folienrahmen giinstigen definierten Bearbeitungslage zu fixieren. Dadurch ist ein Minimieren
der Abmessungen der fiir die Bearbeitung notwendigen Folienrahmen méglich.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

_ Die zur Anwendung kommenden Verfahren in Vorrichtungen zum Bearbelten von HL- Scheuben lassen sich im wesentlichen in
.3 Gruppen einteilen:

. — Fixieren der HL-Scheiben durch Aufkieben bzw. Aufkitten

— Fixieren der HL-Scheiben durch Kunststoffklebefolien
— Fixieren der HL-Scheiben durch Einspannvorrichtungen
Ein Vertreter des Fixierens der HL-Scheiben durch Aufkleben bzw. Aufkitten wird in der DE-OS 2712521 und den DD-WP 214636
und DD-WP 208576 beschrieben. Dieses Verfahren eignet sich nurfur Arbeiten mit der ungeteilten HL Scheibe und istzum
Vereinzeln des Chips ungeeignet.
Das Verwenden von Einspannvorrichtungen wird in der DE-OS 2639708 erlautert. Dabei wurd eine der HL-Scheibe und der
Chipgréfe entsprechende Vorrichtung bzw. Schablone auf die HL-Scheibe gelegt und danach die HL-Scheibe getrennt. Nach
einer zweckentsprechenden Konstruktion wére diese Vorrichtung flir das Anwendungsgebiet der Erfindung einsetzbar.
Nachteilig ist dabei jedoch, dal flir jede zu bearbeitende HL-ScheibengroBe eine spezielle Vorrichtung vorhanden sein muB, die
sich wiederum durch die verschiedenen Chipabmessungen unterscheiden miiten. Des weiteren ist das Haften der HL-Scheiben
mittels einseitig- und zweiseitigklebender Kunststoffolie in den DE-OS 2151414 und DE-OS 2227321 beschrieben.
Beide Folientypen sind fiir das Anwendungsgebiet der Erfindung einsetzbar. Es wird zusétzlich ein Folienrahmen verwendet, der
als Positionshilfe fiir die Bearbeitung und als Werkstiicktrager fiir die HL-Scheibe benétigt wird. Dies ist notwendig, um die
Klebefolie, auf der die HL-Scheibe haften soll, zu stabilisieren. Beim Einsatz von einseitig klebender Folie entstehen
bearbeitungstechnologisch und geometrisch bedingt groe flachenhafte Bauformen der Folienrahmen. Dles wirkt sich negativ
auf die Systeme der Handhabung, des Magazinierens und des Transports aus.

. Beim Einsatz von zweiseitig kiebender Kunststoffolie treten im Gegensatz zur einseitig klebenden Probleme in der Verfligbarkeit
und Finanzierung auf. Weiterhin ist diese Folie wesentlich komplizierter zu handhaben.

Ziel der Erfindung

Es ist Ziel der Erfindung, mittels geeignetem Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung von HL-Scheiben, diese so in einer
glnstig definierten Bearbeitungslage zu positionieren und fixieren, daf trotz Einsatz einfacher technischer Hilfsmittel ein
optimales Arbeiten mit technologischen und konomischen Parametern erméglicht.
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Darlegung des Wesensvder Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, mit einem Verfahren und einer Vorrichtung zum Bearbeiten von Halbleiterscheiben diese in einer
~ speziell fir den Bearbeitungsschritt Trennen giinstigen Lagezu positionieren und zu fixieren, ohne dafB eine Beeinflussung der
Bearbeitungs-, Transport- und Handhabeparameter erfolgt.

GemaR der Erfindung wird die Aufgabe durch ein Verfahren zum Bearbelten von Halblelterschelben, insbesondere zum Trennen

in Halbleiterchips geldst.

Dabei wird davon ausgegangen, daR die Halblelterschelbe derart auf eine Oberselte einer Folie aufgeklebt ist, daG dle ChlpS

nach-dem Trennen im Scheibenverband auf der Folie haften. .

GemaéR der Erfindung wird der Durchmesser der Folie groRer gewahlt als der der Halbleiterscheibe. :

- Vor dem Aufkleben der Halbleiterscheibe wird die Folie flachig gespannt. AnschlieRend wird die Halbleiterscheibe auf die
Oberseite der Folie aufgelegt. Diese Folie ist entweder selbstklebend oder ein Klebstoff ist auf die Oberseite aufgetragen. .
Dadurch wird die Halbleiterscheibe flachig fixiert.

Vor dem Trennvorgang werden die Oberseite der Folie im Berelch der Haftung der Halbleiterscheibe und die Oberseite der
auRerhalb der Halbleiterscheibe liegenden Folie relativ zueinander bewegt. Dabei erfolgt die Bewegung derart, daBd die Oberseite
der Folie mindestens um den Betrag der Dicke der Halbleiterscheibe tiber der Oberselte der auBerhalb der Halbleiterscheibe
liegenden Folie zu liegen kommt.

Nach der Bearbeitung der Halbleiterscheibe wird eine Reversnon der Relatlvbewegung vorgenommen.

Eine besondere Ausgestaltung des erfindungsgemaéRen Verfahrens sieht vor, die Folie in emen Folienrahmen zu spannen der
abgesenkt wird, wobei die Halbleiterscheibe auf alter Héhe gehalten wird.

_Die Aufgabenstellung wird weiterhin durch eine Vorrlchtung zum Bearbelten von Halblelterschelben insbesondere zum Trennen
in Halbleiterchips gelost.

Diese enthalt einen runden Vakuumspanntisch zur Aufnahme der auf der Folie klebenden Halblelterschelbe Dieser
Vakuumspanntisch ist gestellfest eingebracht. In einem Abstand zum Vakuumspanntisch ist mindestens eine obere Spannleiste
angeordnet. Diese obere Spannleiste dient der Aufnahme des Folienrahmens. Sie weist auf ihrer Oberseite Mittel zum Festhalten
des Folienrahmens auf. Eine besondere Ausgestaltung der Erfmdung sieht daflir eine Vakuumspannelnrlchtung vor.
Diese obere Spannleiste ist zur Halbleiterscheibe senkrecht bewegbar An den beiden Endpunkten ist diese flxnerbar
ausgebildet.
Eine weitere besondere Ausgesta!tung der Erfmdung sieht dazu vor, die obere Spannleiste (iber eine Feder gegen mindestens
eine untere Spannleiste abstiitzen, wodurch die obere in dem oberen Endpunkt fixiert wird.
In dieser Stellung weist die obere Spannleiste unter sich bis zu einer darunter angeordneten Spannle|ste einen Hohlraum auf.
Dieser Hohlraum besitzt eine Verbindung mit Vakuumleitungen und ist gegen die AuBenatmosphare Uber einen Kunststoffbalg
hermetisch abgeschlossen.

Eine besondere Ausgestaltting der Erfindung gibt den Aufbau eines Fohenrahmens an. Danachist der Folienrahmen
" scheibenformig ausgebildet und weist in seiner Mltte einen runden Durchbruch auf, Dessen Durchmesser ist groRer, als der
Durchmesser der Halbleiterscheibe.
Uber den Durchbruch ist eine einseitig klebende Folie gespannt.
Die Funktion der erfindungsgeméRen Vorrichtung ist darin zu sehen, daR die Halblelterschelbe auf diese Folie vorpositioniert - _
aufgelegt wird. Damit st diese auf dem Folienrahmen fixiert und kann in diesem bearbeitet werden, Dazu wird der Folienrahmen
in die Bearbeitungsstation entsprechend positioniert eingebracht, indem der Rahmen auf die obere Spannleiste aufgelegt wird
und durch die Vorpositionierung somit die Halbieiterscheibe auf den Vakuumtisch zu liegen kommt. Nach Zuschaltung des

Vakuums und der Spannkraft der oberen Spannleiste ist der Folienrahmen in der Vorrichtung festgelegt.

Anschlieend wird die obere Spannleiste vom oberen Endpunkt in einen unteren Endpunkt bewegt. In der besonderen
Ausgestaltung der Erfindung wird dies dadurch erreicht, daR in dem Hohlraum ein Vakuum erzeugt wird, wodurch die obere
Spannieiste zur unteren bewegt und damit der untere Endpunkt erreicht wird.

Nunmehr steht die Halbleiterscheibe (iber dem Folienrahmen vor und ist damit zur Bearbeitung fre|stehend

Die Verbindung zwischen Halbleiterscheibe und dem Folienrahmen wird durch die innerhalb der Elastizitdtsgrenze gestreckten
Folie aufrechterhalten.

Nach der Bearbeitung wird die obere Spannleiste wieder in den oberen Endpunkt bewegt, wodurch die Streckung der Folie
wieder zurickgenommen wird und dle nunmehr bearbeitete Halbleiterscheibe im Folienrahmen ihre urspringliche Lage
einnimmt. :

AUSfiihrunngeispieI

Die Erfindung soll nachstehend anhand eines Ausfu hrungsbeispiels ndher erldutert werden.
Figur 1: zeigt schematisch eine mégliche Lésung, mit def das erfindungsgeméRe Verfahren und Vorrlchtung zum Bearbeiten
von Halbleiterscheiben realisiert werden kann.

" Dem Ausfiihrungsbeispiel liegt das Problem der elastischen Deformation von Werkstoffen — speziell von Kunststoffen

" {Plastwerkstoffen) — zugrunde. Zur Haftung von Halbleiterscheiben 1-kommt die einseitig klebende Kunststofffolie 2
berwiegend zum Einsatz. Zur Bearbeitung einer HL-Scheibe 1 wird die Unterseite eines Folienrahmens 3 mit der einseitig
klebenden Kunststoffolie 2 bekiebt. Danach wird die HL Scheibe 1 mittig in bezug zur Aufnahmebohrung des Folienrahmens 3
auf die Folie 2 geklebt. ‘
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So liegt deren Unterseite mit der des Folienrahmens 3 auf einem Lageniveau. Dadurch und in Abhangigkeit des verwendeten
Schleifscheibendurchmessers und Folienrahmendicke entstehen gro3e Bauformen der Folienrahmen 3. Diese mafRgeblichen
Abhangigkeiten sind in dem zum Durchschneiden der HL-Scheibe 1 notwendigen Uberlauf der Schleifscheibe beim
Trennschleifen als Bearbeitungsschritt begriindet. )

Mit der Erfindung kann eine Minimierung der maf3geblichen Gestaltung der Folienrahmen 3 mit einfachen technischen Mltteln
erfolgen.

Es mgfs in jedem Fall erreicht werden, daf3 die Unterseite der HL-Scheibe 1 auf dem glelchen bzw. aufeinem geringfligig hoheren
Lagerniveau (ca. 0,2mm) beziiglich der Oberkante des Folienrahmens 3 positioniert und fixiert wird. Im Ausfiihrungsbeispiel
wird dies durch das folienseitige Vakuumspannen der aufgeklebten HL-Scheibe 1 und das Absenken des Folienrahmens 3 um
dessen Dicke b durch eine symmetrisch angreifende Kraft F erreicht. Das flichenparallele Spannen und Absenken des ‘
Folienrahmens 3 erfolgt im Ausfiihrungsbeispiel pneumatisch Giber Vakuum mittels Ablaufsteuerung 11. Eine andere
‘Maéglichkeit des Positionierens und Fixierens der HL-Scheibe 1 in Bezug zur Lage des Folienrahmens 3 besteht im deflmerten
Verfahren des Vakuumspanntisches 4 bei gleichzeitigem Arretieren des Folienrahmens 3.

Nachstehende Tabelle 1zeigt die Foliendehnung e’ in Abhéngigkeit der Durchmesserdifferenz A d/2 von Halblelterschel be 1 und
Folxenrahmen 3, sowie der Fohenrahmendlcke b nach der Funktlon

. 2 - S
L A d . 2 _ ,
e! =‘\/E§-é— ~>> + (b.'*‘ 0:?) -———% d ad = dR’ds_

Tabelle 1: Foliendehnung

. Ad 0,8 ' 1,0 , .15 : 20
2 . . ) z o . ' ‘
5,0 - 0,100 - 0142 - 0,281 ; 0,463
10,0 0,050 0,072 0,143 0,240
150 0,033 0,048 0,096 . © 0,161
20,0 : 0,024 0,036 , 0,072 - 0,121

—aile Angaben inmm—

- Die Versuche ergaben, daR eine Foliendehnung e’ von 0,5mm bis 1,0mm elastlschen Deformatlonsberelch der Kunststoffolie 2 '

liegt.

- Der vérwendete Folienrahmen 3 dient als Stabﬂnsnerungsmlttel der Kunststoffolie 2 und als Positionier- und Fixierhilfe fiir die
Halbleiterscheibe 1 auf einer Anlage. Er 14t sich einfach magazinieren und handhaben. Eine Grundvoraussetzung fiir das
fehlerfreie Arbeiten stellt das gleichmaéRige, falten- und blasenfreie Haften der Kunststoffolie 2 auf der.Uhterseite des
Folienrahmens 3 dar. Diese Grundvoraussetzung muB auch im belasteten Zustand erfilllt sein. Das Aufbringen der

. Halbleitscheibe 1 auf die Klebefolie 2 erfolgt an einem gesonderten Arbeitsplatz. Der so vorbereitete Folienrahmen 3 w:rd dann’
zur Bearbeitung der Halblelterschelbe lindie AnIage elngelegt .
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